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SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC  

DEVICES FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION  –  
STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS –  

 
Part 3:  Metal  enclosures  

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  comm i ttees  ( I EC National  Committees).  The  object  of I EC  i s  to  promote  i n ternationa l  
co-operation  on  a l l  q uestions  concern ing  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l d s .  To  th i s  end  and  i n  
add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  Techn ical  Reports,  
Publ i cl y Avai l ab le  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC Publ i cation(s) ”) .  Thei r 
preparati on  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC Nati onal  Comm i ttee  i n terested  i n  the  subject  deal t  wi th  
may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non-governmental  organ i zati ons  l i a i s i ng  
wi th  the  I EC a l so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for 
S tandard i zati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  by ag reement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati onal  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternati onal  use  and  are  accepted  by I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  exten t possibl e  i n  thei r nati onal  and  reg i ona l  publ i cations.  Any d i vergence  between  
any I EC Publ i cati on  and  the  correspond ing  national  or reg iona l  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agents  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other d amage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  expenses  
ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  u se  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subj ect  of patent  
ri gh ts.  I EC shal l  not  be  he l d  respons ibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

I n ternational  Standard  I EC  61 837-3  has  been  prepared  by I EC  techn ical  comm ittee  49:  
P iezoelectric,  d ie lectric  and  e lectrostatic  devices  and  associated  materia ls  for frequency control ,  
se lection  and  detection .  

Th is  second  ed i ti on  cancels  and  replaces  the  fi rst ed i ti on  publ ished  in  2000.  I t  consti tu tes  a  
techn ical  revis ion .  

Th is  I n ternational  Standard  is  to  be  read  in  con j unction  wi th  I EC  61 240:201 2.  

Th is  ed i tion  includes  the  fol l owing  s i gn i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

•  The  outl ine  d rawing  i s  defined  as  one  set of d rawings  consisti ng  of four views,  wh ich  are  the  
view from  above,  the  front view,  the  view from  the  ri ght,  and  the  view from  below;  the  view 
from  the  righ t was  d rawn  optional l y i n  the  previous  ed i ti on .  
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•  The  he igh t of package  (G1 )  i s  e l im inated ,  i nstead  tota l  heigh t i s  expressed  by the  symbol  
l etter G  or wi th  a  subscript  number.  

•  The  d imensions  of term inal  l ead  spacing  are  shown  by the  centre  posi tion  of the  term inal  
l eads  and  i ts  bas ic value  e  i s  2 . 54  ×  n  mm  (n  i s  an  i n teger)  and  1 , 27  ×  n  mm  for package  
d imensions  smal l er than  6  mm  (See I EC  61 240: 201 2,  5. 5) .  I f the  term inal  l ead  spacing  is  not 
a  mu l ti p le  of the  basic  va lue,  a  subscript number such  as  e1 ,  e2  i s  attached ,  e . g .  e1 ,  e2 ,  e tc.  
I f there  are  p lu ra l  spacing  values,  the  subscript number i s  fo l l owed  by a  hyphen  and  numbers  
such  as  e1 -1 ,  e1 -2  ,  etc.   

•  I n  term inal  l and  areas,  the  l eng ths  of each  term inal  pad  are  now expressed  wi th  maximum  
va lues  for consumer’s  conven ience.  They were  expressed  as  m in imum  va lues  i n  the  
previous  ed i tion  of I EC  61 837-3.  

•  I f there  are  p lural  i den tical  enclosures  wi th  d i fferent  heigh t,  each  enclosure  was  expressed  
by a  dash  (/)  and  a  two-d ig i t  number after the  bas ic type  name.  The  identi ty references  are  
g i ven  i n  the  table  of the  sheet.   

•  The  configurations  of the  enclosures  were  revised  as  shown  in  Table  1 .   

The  text of th is  s tandard  i s  based  on  the  fo l lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

49/1 1 1 8/FDIS  49/1 1 40/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

A l i st of a l l  parts  i n  the  I EC  61 837  series,  publ ished  under the  general  ti tl e  Surface mounted 
piezoelectric devices for frequency control and selection – Standard outlines and terminal lead 
connections ,  can  be  found  on  the  I EC  websi te.  

The  committee  has  decided  that the  con tents  of th i s  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  the  
stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec. ch "  i n  the  data  re lated  to  
the  speci fic publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC  
DEVICES FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION  –  

STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS –  
 

Part 3:  Metal  enclosures  
 
 
 

1  Scope 

This  part of I EC 61 837  deals  wi th  standard  outl i nes  and  term ina l  l ead  connections  as  they 
appl y to  SMDs  for frequency control  and  sel ection  i n  metal  enclosures  and  i s  based  on  
I EC 61 240  wh ich  standard ized  l ayout ru les  of ou tl i ne  d rawings  of the  surface-mounted  devices.  

2  Normative references  

The fo l l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normative l y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl i es .  For 
undated  references,  the  l atest  ed i ti on  of the  referenced  document ( includ ing  any amendments)  
appl ies .  

I EC 61 240: 201 2 ,  Piezoelectric devices – Preparation of outline drawings of surface mounted 
devices (SMD)  for frequency control and selection – General rules 

3 Configuration  of enclosures  

The enclosures  of the  surface-mounted  devices  are  made of meta l  wi th  the  formed  l ead  
term inals  based  on  the  descripti ve  des ignation  system  for sem iconductors  – devices  package.  

Al l  SMD  enclosures  described  in  th is  part  of I EC 61 837  are  specia l  surface  moun t types.  
Therefore,  the  fo l l owing  des ignator i s  used .  

– SMS (Surface-Mounted ,  Specia l )  

4 Designation  of types  

The type  des ignator cons ists  of four parts  as  fo l l ows:   

 

A:   Configuration  symbol  of enclosures:  

– SMS (Surface-Mounted ,  Specia l ) .  

B:   Structure  of term inal  leads  

– L:  fo lded  l eads  type;  

– J :  fo lded  l eads  type.  

I f there  is  a  l ead less  type ,  i t  wi l l  have  no  mark.  

See  Clause  3  of I EC  61 240: 201 2,  Classi fication  of SMD.  

C:   Number of term inal  l eads  

A B  C  D  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 6  – I EC 61 837-3: 201 5    I EC  201 5  

D:   2-d ig i t  seria l  number 

5 Metal  enclosure d imensions  

The d imensions  g i ven  in  th is  part  of I EC  61 837  appl y to  a l l  completed  SMD  for frequency 
con trol  and  selection .  On l y those  d imensions  are  g i ven  wh ich  meet the  requ irements  of 
IEC 61 240.  

•  I f there  are  p lu ral  i dentical  enclosures  wi th  d i fferent height (G) ,  or d i fferent l ength  (F) ,  etc.  
The  symbol  l etter shal l  be  expressed  wi th  a  subscript  number such  as  G1 ,  G2 ,  F1 ,  F2,  etc.   

•  The  d imensions  of term inal  l ead  spacing  shal l  be  shown  by the  cen tre  pos i tion  of the 
term inal  l eads  and  i ts  basic va lue  e  i s  2 , 54   ×  n  mm  (n  i s  an  in teger)  and  1 , 27  ×  n  mm  for 
package  d imensions  smal l er than  6  mm  (see  IEC 61 240: 201 2,  5 . 5) .  I f the  term inal  l ead  
spacing  i s  not  a  mu l ti p le  of the  bas ic  value,  a  subscript number such  as  e1 ,  e2  shal l  be  
attached .  I f there  are  p lural  spacing  va lues,  the  subscript  number shal l  be  fo l l owed  by a  
hyphen  and  numbers  such  as  e1 -1 ,  e1 -2 ,  etc.   

•  I f there  are  p lural  i den tical  enclosures  wi th  d i fferent  heigh t,  each  enclosu re  was  expressed  
by the  fol l owing  dash  (/)  and  two  d ig i t  number after the  bas ic  type  name.  The  i den ti ty 
references  are  g i ven  in  the  table  of the  sheet.   

6 Lead  connections  

Since  SMS  types  of enclosures  are  specia l  SMD type,  they won ’ t  have  any speci fied  l ead  
connections.  However,  l ead  connections  shal l  a lways  be  g iven  in  the  detai l  speci fication  under 
the  agreement wi th  customers.  

7 Designation  of metal  enclosures  

Table  2  sets  ou t the  des ignation  of the  metal  enclosures  as  ou tl i ned  i n  the  fol lowing  
speci fication  sheets.  Al l  correspond ing  enclosures  are  l i sted  i n  Table  1  be low.  

Table  1  – Revised  configurations  

Type  Sheet No.  Description  

SMS-L4/01 ~03  Sheet  1  Maximum  LP1  was  changed  from  1 , 2  to  1 , 4 .   

SMS-L4/04~07  Sheet 2  Maximum  B1  was  changed  from  9, 5  to  9 , 6.  

Maximum  LP1  was  changed  from  1 , 2  to  1 , 4 .  

SMS-J2/01 ~02  Sheet 1 2  Maximum  B  was  changed  from  4 , 7  to  5, 0.  

M in imum  K1  was  changed  from  0 , 85  to  0 , 6.  
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Table  2  – Designation  of metal  enclosures  

No.  Type  Sheet No.  Description  

1  SMS  – L4/01  

Sheet 1  Metal ,  res i stance-wel ded ,  four L-l ead  SMD ou tl i ne  2  SMS  – L4/02  

3  SMS  – L4/03  

4  SMS  – L4/04  

Sheet 2  Metal ,  res i stance-wel ded ,  four L-l ead  SMD ou tl i ne  
5  SMS  – L4/05  

6  SMS  – L4/06  

7  SMS  – L4/07  

8  SMS  – L3/01  

Sheet 3  Metal ,  res i stance-wel ded ,  th ree  L-l ead  SMD ou tl i ne  9  SMS  – L3/02  

1 0  SMS  – L3/03  

1 1  SMS  – L3/04  
Sheet  4  Metal ,  res i stance-wel ded ,  th ree  L-l ead ,  SMD  ou tl i ne  

1 2  SMS  – L3/05  

1 3  SMS  – L3/06  

Sheet  5  Metal ,  res i stance-wel ded ,  th ree  L-l ead ,  SMD  ou tl i ne  1 4  SMS  – L3/07  

1 5  SMS  – L3/08  

1 6  SMS  – L3/09  

Sheet  6  Metal ,  res i stance-wel ded ,  th ree  L-l ead ,  SMD  ou tl i ne  1 7  SMS  – L3/1 0  

1 8  SMS  – L3/1 1  

1 9  SMS  – L3/1 2  

Sheet  7  Metal ,  res i stance-wel ded ,  th ree  L-l ead  SMD ou tl i ne  20  SMS  – L3/1 3  

21  SMS  – L3/1 4  

22  SMS  – L3/1 5  

Sheet  8  Metal ,  res i stance-wel ded ,  th ree  L-l ead ,  SMD  ou tl i ne  

23  SMS  – L3/1 6  

24  SMS  – L3/1 7  

25  SMS  – L3/1 8  

26  SMS  – L3/1 9  

27  SMS  – L3/20  

28  SMS  – L3/21  

Sheet 9  Metal ,  res i stance-wel ded ,  th ree  L-l ead  SMD ou tl i ne  
29  SMS  – L3/22  

30  SMS  – L3/23  

31  SMS  – L3/24  

32  SMS  – L3/25  

Sheet  1 0  Metal ,  res i stance-wel ded ,  th ree  L-l ead  SMD ou tl i ne  33  SMS  – L3/26  

34  SMS  – L3/27  

35  SMS  – J 4/01  Sheet  1 1  Metal ,  res i stance-wel ded ,  p l asti c  frame,  four J - l ead  SMD ou tl i ne  

36  SMS  – J 2/01  
Sheet  1 2  Metal ,  res i stance-wel ded ,  p l asti c  frame,  two  J - l ead  SMD ou tl i ne  

37  SMS  – J 2/02  
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NOTE  1  The  confi gurati on  of the  metal  j acket  i s  g i ven  as  an  example.  

NOTE  2  Th i s  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

Metal ,  res istance-welded ,  four L- l ead  SMD   

ou tl ine  – Type  SMS-L4/01  ~  03  

Scale  
5: 1  

 

Sheet 1  

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /01  
B2  ―  ―  6 , 40  /02 
B3  ―  ―  8 , 80  /03 
F1  ―  ―  9 , 50  /01  
F2  ―  ―  1 0 , 80  /02 
F3  ―  ―  1 2 , 75  /03 
G ―  ―   4 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 90  Note 2 
 LP1  0, 70  ―  1 , 40   
 LP2  1 , 20  ―  1 , 80   
e ―  1 , 88  ―   

  e1 -1  ―   7 , 50  ―  /01  
  e1 -2  ―   8 , 80  ―  /02 
  e1 -3  ―  1 0 , 80  ―  /03 
b1  ―  ―  0 , 80   
b2  ―  ―  2 , 40   
l1  ―  ―  2 , 30   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   

 

Actual  s i ze  

IEC    

Term inal  l and  areas  

e
1
 

l 2
 

b1  

e  

b2  

e  

l 1
 

A  

B  

F
 

G
 

s  

y  s  

K
2
 

e  

K3  

K1  

Metal  j acket  
(see  Note  1 )  

e  

L
P
2
 

L
P
1
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NOTE  1  The  confi gurati on  of the  metal  j acket  i s  g i ven  as  an  example.  

NOTE  2  Th i s  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

 
  

Metal ,  res istance-welded ,  four L- l ead  SMD   

ou tl ine  – Type  SMS-L4/04  ~  07  

Scale  
3 : 1  

 
 

Sheet 2  

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 1 , 05   
B1  ―  ―   9 , 60  /04 
B2  ―  ―  1 0 , 70  /05 
B3  ―  ―  1 1 , 40  /06 
B4  ―  ―  1 3 , 50  /07 
F1  ―  ―  1 4 , 30  /04 
F2  ―  ―  1 5, 50  /05 
F3  ―  ―  1 6 , 20  /06 
F4  ―  ―  1 8 , 30  /07 
G ―  ―  5 , 30   
 K1  2, 90  ―  3 , 1 0   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 38  ―  1 , 1 0  Note 2 
 LP1  0, 70  ―  1 , 40   
 LP2  1 , 00  ―  1 , 70   
e ―   2 , 44  ―   

  e1 -1  ―  1 1 , 80  ―  /04 
  e1 -2  ―  1 3 , 00  ―  /05 
  e1 -3  ―  1 3 , 70  ―  /06 
  e1 -4  ―  1 6 , 00  ―  /07 
b1  ―  ―  5 , 00   
b2  ―  ―  1 , 40   
l1  ―  ―  1 , 80   
l2  ―  ―  3 , 00   
y ―  ―  0 , 20   

 

K
2
 

Actual  s i ze  

IEC    

A 

F
 B
 

e  e  

K1  

L
P
1
 

K3  

L
P
2
 

Metal  j acket  
(see  Note1 )  

G
 

y  s  

s  

Term inal  l and  areas  

b1  

l 2
 

e  

l 1
 

b2  e
1
 

e  
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NOTE  1  The  confi gurati on  of the  metal  j acket  i s  g i ven  as  an  example.  

NOTE  2  Th i s  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

Metal ,  res istance-welded ,  three  L- lead  SMD   

ou tl ine  – Type  SMS-L3/01  ~  03  

Scale  
5: 1  

 
 

Sheet 3  

 

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /01  
B2  ―  ―  6 , 40  /02 
B3  ―  ―  8 , 80  /03 
F1  ―  ―  9 , 50  /01  
F2  ―  ―  1 0 , 80  /02 
F3  ―  ―  1 2 , 75  /03 
G ―  ―   4 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 90  Note 2 
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  1 , 20  ―  1 , 80   
e ―  3 , 75  ―   

  e1 -1  ―   7 , 50  ―  /01  
  e1 -2  ―   8 , 80  ―  /02 
  e1 -3  ―  1 0 , 80  ―  /03 
b1  ―  ―  0 , 80   
b2  ―  ―  2 , 40   
l1  ―  ―  2 , 30   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   

 

Actual  s i ze  

K3  

K1  

e  

IEC    

Terminal  l and  areas  

e
1
 

l 2
 

b1  

e  

b2  

l 1
 

G
 

Metal  j acket  
(See  Note  1 )  

L
P
1
 

L
P
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A  

B
 

F
 

K
2
 

s  

y  s  
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NOTE  1  The  confi gurati on  of the  metal  j acket i s  g i ven  as  an  example.  

NOTE  2  Th i s  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

Metal ,  res istance-welded ,  three  L- lead  SMD   

ou tl ine  – Type  SMS-L3/04  ~  05  

Scale  
5: 1  

 
 

Sheet 4  

IEC   

Terminal  l and  areas  

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  6 , 00  /04 
B2  ―  ―  8 , 00  /05 
F1  ―  ―  8 , 20  /04 
F2  ―  ―  1 0 , 20  /05 
G ―  ―   3 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 50  Note 2 
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  1 , 00  ―  1 , 30   
e 3, 50  3, 75  4 , 00   

  e1 -1  ―   6 , 80  ―  /04 
  e1 -2  ―   8 , 80  ―  /05 
b1  ―  ―  0 , 80   
b2  ―  ―  2 , 60   
l1  ―  ―  2 , 1 0   
l2  ―  ―  1 , 70   
y ―  ―  0 , 20   

 A  

B
 

F
 

Metal  j acket  
(See  Note  1 )  

K3  

L
P
2
 

e  

L
P
1
 

K1  

y  s  

K
2
 G
 s  

e
1
 

l 2
 

b1  

e  

b2  

l 1
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NOTE  1  The  confi gurati on  of the  metal  j acket  i s  g i ven  as  an  example.  

NOTE  2  Th i s  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

Metal ,  res istance-welded ,  three  L- lead  SMD   

ou tl ine  – Type  SMS-L3/06  ~  08  

Scale  
5: 1  

 
 

Sheet 5  

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /06 
B2  ―  ―  6 , 00  /07 
B3  ―  ―  8 , 00  /08 
F1  ―  ―  6 , 20  /06 
F2  ―  ―  8 , 00  /07 
F3  ―  ―  1 0 , 00  /08 
G ―  ―   4 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 50  Note 2 
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  0, 80  ―  1 , 60   
e 5, 30  5, 60  5, 90   

  e1 -1  ―   5 , 00  ―  /06 
  e1 -2  ―   5 , 90  ―  /07 
  e1 -3  ―   7 , 90  ―  /08 
b1  ―  ―  2 , 60   
b2  ―  ―  0 , 80   
l1  ―  ―  1 , 70   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   

 

Actual  s i ze  

K
2
 

Metal  j acket  

K1  

L
P
1
 

(see  Note  1 )  

e  
LP2  

K
3
 

s  y  

G
 s  

Term inal  l and  areas  

IEC   

b
1
 

e
1
 

l 2
 

e  

b2  

l1  

A  

B
 

F
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NOTE  1  The  confi gurati on  of the  metal  j acket i s  g i ven  as  an  example.  

NOTE  2  Th i s  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

Metal ,  res istance-welded ,  three  L- lead  SMD   

ou tl ine  – Type  SMS-L3/09  ~  1 1  

Scale  
5: 1  

 
 

Sheet 6  

 

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /09 
B2  ―  ―  6 , 00  /1 0 
B3  ―  ―  8 , 00  /1 1  
F1  ―  ―  7 , 70  /09 
F2  ―  ―  8 , 00  /1 0 
F3  ―  ―  1 0 , 00  /1 1  
G ―  ―   3 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 50  Note 2 
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  0, 80  ―  1 , 60   
e 5, 30  5, 60  5, 90   

  e1 -1  ―   5 , 00  ―  /09 
  e1 -2  ―   5 , 90  ―  /1 0 
  e1 -3  ―   7 , 90  ―  /1 1  
b1  ―  ―  2 , 60   
b2  ―  ―  0 , 80   
l1  ―  ―  1 , 70   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   

 

Actual  s i ze  

IEC   

Terminal  l and  areas  

l 1
 

e
1
 

b1  

e  

b
2
 

l2  

e  

L
P
1
 

Metal  j acket  
(see  Note  1 )  

LP2  
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NOTE  1  The  confi gurati on  of the  metal  j acket  i s  g i ven  as  an  example.  

NOTE  2  Th i s  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

Metal ,  res istance-welded ,  three  L- lead  SMD   

ou tl ine  – Type  SMS-L3/1 2  ~  1 4  

Scale  
3: 1  

 
 

Sheet 7  

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 1 , 05   
B1  ―  ―  1 0 , 70  /1 2 
B2  ―  ―  1 1 , 40  /1 3 
B3  ―  ―  1 3 , 50  /1 4 
F1  ―  ―  1 5, 50  /1 2 
F2  ―  ―  1 6 , 20  /1 3 
F3  ―  ―  1 8 , 30  /1 4 
G ―  ―  5 , 30   
 K1  2, 90   3 , 1 0   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 40  ―  1 , 1 0  Note 2 
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  1 , 1 0  ―  1 , 70   
e   4 , 88    

  e1 -1  ―  1 3 , 00  ―  /1 2 
  e1 -2  ―  1 3 , 70  ―  /1 3 
  e1 -3  ―  1 6 , 00  ―  /1 4 
b1  ―  ―  3 , 40   
b2  ―  ―  1 , 40   
l1  ―  ―  1 , 60   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   

 

Term inal  l and  areas  

IEC   

b1  

l 2
 

e  

l 1
 

b2  e
1
 

Actual  s i ze  

K
2
 

A  

B
 

F
 

e  
K3  

L
P
2
 

K1  

L
P
1
 

Metal  j acket  
(see  Note  1 )  
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NOTE  Th is  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

Metal ,  res istance-welded ,  three  L-l ead  SMD ou tl i ne  – 
Type SMS-L3/1 5  ~  20  

Scale  
3 : 1  

 
 

Sheet 8  

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 1 , 05   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /1 5 
B2  ―  ―  6 , 60  /1 6 
B3  ―  ―  9 , 70  /1 7 
B4  ―  ―  1 0 , 70  /1 8 
B5  ―  ―  1 1 , 40  /1 9 
B6  ―  ―  1 3 , 50  /20 
F1   7 , 1 5  ―  7 , 85  /1 5 
F2   8 , 65  ―  9 , 35  /1 6 
F3  1 0, 95  ―  1 1 , 65  /1 7 
F4  1 2, 75  ―  1 3 , 45  /1 8 
F5  1 3, 45  ―  1 4 , 1 5  /1 9 
F6  1 5, 55  ―  1 6 , 25  /20 
G ―  ―  5 , 30   
K1  1 , 50  ―  2 , 00   
K2  0, 40  ―  0 , 48   
K3  0, 40  ―  0 , 48  Note 
LP1  0, 40  ―  0 , 48   
LP2  1 , 50  ―  2 , 1 0   
e 4, 67   4 , 90  5, 08   
e1 -1  ―   7 , 05  ―  /1 5 
e1 -2  ―   8 , 55  ―  /1 6 
e1 -3  ―  1 1 , 65  ―  /1 7 
e1 -4  ―  1 2 , 65  ―  /1 8 
e1 -5  ―  1 3 , 35  ―  /1 9 
e1 -6  ―  1 5 , 45  ―  /20 
b1  ―  ―  0 , 70   
b2  ―  ―  2 , 20   
l1  ―  ―  1 , 80   
l2  ―  ―  0 , 70   
y ―  ―  0 , 20   

 

Term inal  l and  areas  

l1  

e  

IEC   

b
1
 

l 2
 

A  

F
 B
 

K
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e  
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NOTE  Th is  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

Metal ,  res istance-welded ,  three  L-l ead  SMD ou tl i ne  – 
Type SMS-L3/21  ~  24  

Scale  
5: 1  

 
 

Sheet 9  

 

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /21  
B2  ―  ―  6 , 00  /22 
B3  ―  ―  8 , 00  /23 
B4  ―  ―  8 , 80  /24 
F1   6 , 40  ―  7 , 00  /21  
F2   7 , 30  ―  7 , 90  /22 
F3   9 , 30  ―  9 , 90  /23 
F4  1 0, 1 0  ―  1 0 , 70  /24 
G ―  ―  3 , 80   
K1  1 , 40  ―  1 , 60   
K2  0, 40  ―  0 , 50   
K3  0, 40  ―  0 , 50  Note 
LP1  0, 40  ―  0 , 50   
LP2  1 , 20  ―  1 , 60   
e 5, 00  5, 1 5  5, 30   
e1 -1  ―  6 , 30  ―  /21  
e1 -2  ―  7 , 20  ―  /22 
e1 -3  ―  9 , 20  ―  /23 
e1 -4  ―  1 0 , 00  ―  /24 
b1  ―  ―  1 , 80   
b2  ―  ―  0 , 70   
l1  ―  ―  0 , 70   
l2  ―  ―  1 , 80   
y ―  ―  0 , 20   

 

K
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Actual  s i ze  

e
1
 

Terminal  l and  areas  

e  

b1  
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NOTE  Th is  porti on  of the  l ead  may be  re-shaped  under pressure.  

Metal ,  res istance-welded ,  three  L- lead  SMD outl i ne  – 
Type SMS-L3/25  ~  27  

Scale  
5: 1  

 
 

Sheet 1 0  

 

Ref.  
D imensions  (mm) 

Notes 
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /25 
B2  ―  ―  6 , 00  /26 
B3  ―  ―  8 , 00  /27 
F1  ―  ―  7 , 20  /25 
F2  ―  ―  8 , 1 0  /26 
F3  ―  ―  1 0 , 1 0  /27 
G ―  ―  2 , 60   
K1  1 , 25  ―  1 , 35   
K2  0, 20  ―  0 , 30   
K3  0, 30  ―  0 , 40  Note 
LP1  0, 20  ―  0 , 30   
LP2  1 , 20  ―  1 , 60   
e 5, 00  5, 1 5  5 , 30   
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Metal ,  resistance-welded ,  p lastic  frame,  four J - l ead  SMD 
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
DISPOSITIFS  PIÉZOÉLECTRIQUES À MONTAGE EN  SURFACE  
POUR LA COMMANDE ET LE  CHOIX DE  LA FRÉQUENCE –  

ENCOMBREMENTS NORMALISÉS ET CONNEXIONS DES SORTIES –  
 

Partie  3:  Enveloppes  métal l iques  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commiss ion  E l ectrotechn ique  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ial e  d e  normal i sation  composée  
de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn iques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pour objet  d e  
favori ser l a  coopération  i n ternational e  pour tou tes  l es  questions  de  normal i sation  dans  l es  domaines  de  
l 'é l ectri ci té  et  de  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – pub l i e  d es  Normes  i n ternational es ,  des  
Spéci fi cations  techn iques,  des  Rapports  techn iques,  des  Spéci fi cations  access ibles  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC" ).  Leur é l aborati on  est  confiée  à  des  com i tés  d 'études,  aux 
travaux desquels  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peut  parti ci per.  Les  organ isations  
i n ternati ona les,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pent  égal ement  aux 
travaux.  L ’ I EC col l abore  étroi tement avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  se lon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ci el s  de  l ’ I EC concernant  l es  q uestions  techn i ques  représentent,  dans  l a  mesure  du  
possib le,  un  accord  i n ternational  sur l es  su jets  étud iés ,  étan t  d onné  que  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC i n téressés  
son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présenten t sous  l a  forme de  recommandations  i n ternational es  et  sont  ag réées  comme 
tel l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC s 'assure  de  
l 'exacti tude  du  con tenu  techn ique  de  ses  pub l i cations;  l ’ I EC ne  peut  pas  être  tenue  responsable  de  l ' éven tuel l e  
mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par un  quelconque  u ti l i sateu r fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  poss ible,  à  appl i q uer de  façon  transparente  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC dans  l eu rs  publ i cations  national es  et  
rég ionales.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cations  nationales  ou  rég ional es  
correspondantes  doi vent  être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern i ères.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssent  d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t s ' assurer qu ' i l s  sont  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandatai res,  
y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  d es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC,  pour 
tou t  préj ud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matéri e l s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage  de  quelque  natu re  
que  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pour supporter l es  coû ts  (y  compris  l es  fra i s  de  j usti ce)  et  l es  dépenses  
décou l ant  d e  l a  pub l i cation  ou  de  l 'u ti l i sation  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  tou te  au tre  Publ i cation  de  l ’ I EC,  
ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  atti rée  sur l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L ’ atten tion  est  atti rée  su r l e  fa i t  que  certains  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cation  de  l ’ I EC peuvent fai re  l ’ objet  
de  d ro i ts  de  brevet.  L ’ I EC  ne  saura i t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i d enti fi é  d e  te l s  d roi ts  de  brevets  
et  de  ne  pas  avoi r s i gnalé  l eu r exi stence.  

La Norme i n ternationale  I EC  61 837-3  a  été  établ i e  par l e  com i té  d 'études  49  de  l ' I EC:  D isposi ti fs  
p iézoélectriques,  d iélectriques  et  é l ectrostatiques  et  matériaux associés  pour l a  détection ,  l e  
choix  et l a  commande  de  l a  fréquence.  

Cette  deuxième éd i ti on  annu le  et  remplace  l a  prem ière  éd i tion  parue  en  2000.  E l le  consti tue  une  
révision  techn ique.  

Cette  Norme i n ternationale  doi t  être  u ti l i sée  con jo in tement avec l ' I EC  61 240: 201 2.  

Cette  éd i ti on  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivantes  par rapport  à  l 'éd i tion  
précédente:  
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•  Le  dess in  d 'encombrement est  défi n i  comme un  ensemble  de  dessins  composé  de  quatre  
vues,  à  savoi r l a  vue  de  dessus,  la  vue  de  face,  l a  vue  de  d roi te  et  l a  vue  de  dessous,  l a  vue  
de  d roi te  ayan t  été  dessinée  en  option  dans  l 'éd i ti on  précédente.  

•  La  hau teur du  boîtier (G1 )  a  été  supprimée,  l a  hau teu r tota le  étant exprimée  par l a  
l ettre-symbole  G  ou  par un  numéro  en  i nd ice.  

•  Les  d imensions  de  l 'espacement entre  l es  sorties  sont présentées  par l a  pos i tion  centra le  
des  sorties  et sa  va leur de  base  e  est  de  2 , 54  ×  n  mm  (n  étan t  un  en tier)  et  1 , 27  ×  n  mm  pour 
des  d imensions  de  boîtier i n férieures  à  6  mm  (voir l ' I EC  61 240:201 2,  5. 5).  S i  l ' espacement 
en tre  les  sorties  n 'est pas  un  mu l ti p le  de  l a  valeur de  base,  un  numéro d ' ind ice  te l  que  e1 ,  e2  
est associé,  par exemple  e1 ,  e2 ,  etc.  En  présence de  p lus ieurs  va leurs  d 'espacement,  l e  
numéro en  i nd ice  est  su ivi  d 'un  tra i t d 'un ion  et  de  numéros  te ls  que  e1 -1 ,  e1 -2  ,  etc.   

•  Dans  l es  surfaces  de  con tact des  sorties,  l es  l ongueurs  de  chaque p laquette  de  sortie  son t  
désormais  exprimées  avec des  valeurs  maximales  pour l es  besoins  du  cl i en t.  E l l es  éta ient 
exprimées  en  va leurs  m in imales  dans  l 'éd i ti on  précédente  de  l ' I EC  61 837-3.  

•  En  présence de  p l us ieurs  enveloppes  identi ques  de  hauteur d i fféren te,  chacune d 'e l l es  éta i t  
exprimée  par une  barre  obl i que  (/)  et un  numéro à  deux ch i ffres  p lacé  après  l e  nom  de  type  
de  base.  Les  références  d ' identi té  son t données  dans  le  tableau  de  la  feu i l l e.   

•  Les  configurations  des  enveloppes  ont  été  révisées  comme ind iqué  au  Tableau  1 .   

Le  texte  de  cette  norme est i ssu  des  documents  su ivants :  

FDIS  Rapport  de  vote  

49/1 1 1 8/FDIS  49/1 1 40/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irecti ves  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  tou tes  les  parties  de  l a  série  I EC  61 837,  publ iées  sous  l e  t i tre  général  Dispositifs 
piézoélectriques à  montage en surface pour la  commande et le  choix de la  fréquence – 
Encombrements normalisés et connexions des sorties,  peu t être  consu l tée  sur l e  s i te  web  de  
l ' I EC.  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avant l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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DISPOSITIFS  PIÉZOÉLECTRIQUES À MONTAGE EN  SURFACE  
POUR LA COMMANDE ET LE  CHOIX DE  LA FRÉQUENCE –  

ENCOMBREMENTS NORMALISÉS ET CONNEXIONS DES SORTIES –  
 

Partie  3:  Enveloppes  métal l iques  
 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La  présente  partie  de  l ' I EC  61 837  est appl icable  aux enveloppes  métal l i ques  normal isées  et  
connexions  des  sorties  des  d isposi ti fs  à  montage  en  surface  pour l a  commande  et  l e  choix de  la  
fréquence;  e l le  est fondée  sur l ' I EC  61 240,  qu i  a  normal isé  l es  règ les  de  tracé  des  dess ins  
d 'encombrement des  d ispos i ti fs  à  montage  en  surface.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour les  références  non  datées,  l a  dern ière  
éd i tion  du  document de  référence s ’appl ique  (y compris  les  éventuels  amendements).  

I EC 61 240: 201 2,  Dispositifs piézoélectriques – Préparation des dessins d'encombrement des 
dispositifs à  montage en surface pour la  commande et le  choix de la  fréquence – Règles 
générales 

3 Configuration  des  enveloppes  

Les  enveloppes  des  d ispos i ti fs  à  mon tage  en  surface  son t consti tuées  de  matériaux méta l l i ques  
mun is  de  sorties  formées,  basées  su r le  système de  dés ignation  descripti f pour 
sem iconducteurs  – boîtiers  des  d ispos i ti fs.  

Toutes  l es  enveloppes  de  d ispos i ti fs  à  montage  en  surface  décri tes  dans  l a  présente  partie  de  
l ' I EC  61 837  sont des  types  à  montage  en  surface  particu l iers .  La  dés ignation  su ivante  est par 
conséquent u ti l i sée.  

– SMS (A montage  en  surface,  Spécia l ;  Surface-Mounted,  Special)  

4 Désignation  des  types  

La  dés ignation  des  types  se  compose  de  quatre  parties,  comme su i t:  

 

A:   Symbole  de  configuration  des  enveloppes:  

– SMS (A montage  en  surface,  Spécia l ) .  

B:   Structure  des  sorties  

– L:  type  à  contacts  p l iés;  

– J :  type  à  contacts  p l iés.  

S i  l e  type  n 'a  pas  de  contact,  i l  ne  présente  aucune marque.  

A B  C  D  
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Voi r l 'Article  3  de  l ' I EC 61 240: 201 2,  Class i fication  des  d ispos i ti fs  à  montage  en  surface.  

C:   Nombre  des  sorties  

D:   Numéro  de  série  à  deux ch i ffres  

5 Dimensions  des  enveloppes  métal l iques  

Les  d imensions  i nd iquées  dans  l a  présente  partie  de  l ' I EC  61 837  s 'appl i quen t à  tous  l es  
d ispos i ti fs  à  montage  en  surface  complets  pour l a  commande et l e  choix de  l a  fréquence.  Seu les  
son t données  les  d imensions  qu i  satisfon t aux exigences  de  l ' I EC  61 240.  

•  En  présence de  p l us ieurs  enveloppes  identiques  de  hau teur d i fféren te  (G) ,  ou  de  l ongueur 
d i fférente  (F) ,  etc,  l a  l ettre-symbole  doi t  être  exprimée avec un  numéro  en  i nd ice  te l  que  G1 ,  
G2 ,  F1 ,  F2,  etc.   

•  Les  d imensions  de  l 'espacement en tre  les  sorties  doivent être  présentées  par l a  posi tion  
cen trale  des  sorties  et  sa  va leur de  base  e  est de  2 , 54  ×  n  mm  (n  étant  un  en tier)  et  
1 , 27  ×  n  mm  pour des  d imensions  de  boîtier i n férieures  à  6  mm  (voir l ' I EC  61 240: 201 2,  5 . 5) .  
S i  l 'espacement entre  les  sorties  n 'est  pas  un  mu l ti ple  de  la  va leur de  base,  un  numéro  
d ' ind ice  te l  q ue  e1 ,  e2  d o i t  être  associé.  En  présence de  p l us ieurs  valeurs  d 'espacement,  l e  
numéro en  ind ice  doi t être  su ivi  d 'un  tra i t  d 'un ion  et  de  numéros  te ls  que  e1 -1 ,  e1 -2 ,  etc.   

•  En  présence  de  p l us ieurs  enveloppes  identi ques  de  hauteur d i fféren te,  chacune  d 'el l es  éta i t  
exprimée par une  barre  obl i que  (/)  et u n  numéro  à  deux ch i ffres  p lacé  après  l e  nom  de  type  
de  base.  Les  références  d ' identi té  son t données  dans  le  tableau  de  la  feu i l l e.   

6 Connexions  des  sorties  

Les  types  d 'enveloppes  à  montage  en  surface  étan t des  types  de  d ispos i ti fs  à  mon tage  en  
surface  particu l iers ,  i l s  ne  comportent  aucune connexion  de  sortie  spéci fiée.  Toutefois,  les  
connexions  des  sorties  doivent  tou jours  être  données  dans  l a  spéci fication  particu l i ère  avec 
l 'accord  des  cl i ents .  

7 Désignation  des  enveloppes  métal l iques  

Le  Tableau  2  i nd ique  la  dés ignation  des  enveloppes  métal l i ques,  se lon  l a  configuration  des  
feu i l l es  de  spéci fication  présentées  ci -après.  Tou tes  l es  enveloppes  correspondantes  figurent 
dans  l e  Tableau  1  ci -dessous.  

Tableau  1  – Configurations  révisées  

Type  Feu i l l e  N °  Description  

SMS-L4/01 ~03  Feu i l l e  1  LP1  maximal  est  passé  de  1 , 2  à  1 , 4 .   

SMS-L4/04~07  Feu i l l e  2  B1  maximal  est  passé  de  9, 5  à  9 , 6 .  

LP1  maximal  est  passé  de  1 , 2  à  1 , 4 .  

SMS-J2/01 ~02  Feu i l l e  1 2  B  maximal  est  passé  de  4 , 7  à  5, 0.  

K1  m i n imal  est  passé  de  0 , 85  à  0 , 6.  
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Tableau  2  – Désignation  des  enveloppes  métal l iques  

N°  Type  Feu i l l e  N °  Description  

1  SMS  – L4/01  

Feu i l l e  1  
Envel oppe  métal l i q ue  à  montage  en  su rface  par quatre  sorti es  en  L,  
soudée  par rés i stance  

2  SMS  – L4/02  

3  SMS  – L4/03  

4  SMS  – L4/04  

Feu i l l e  2  
Envel oppe  métal l i q ue  à  montage  en  su rface  par quatre  sorti es  en  L,  
soudée  par rés i stance  

5  SMS  – L4/05  

6  SMS  – L4/06  

7  SMS  – L4/07  

8  SMS  – L3/01  

Feu i l l e  3  
Envel oppe  métal l i q ue  à  montage  en  surface  par troi s  sorti es  en  L,  soudée  
par rés i stance  

9  SMS  – L3/02  

1 0  SMS  – L3/03  

1 1  SMS  – L3/04  
Feu i l l e  4  

Envel oppe  métal l i que  à  montage  en  surface  par troi s  sorti es  en  L,  soudée  
par rés i stance  1 2  SMS  – L3/05  

1 3  SMS  – L3/06  

Feu i l l e  5  
Envel oppe  métal l i que  à  montage  en  surface  par troi s  sorti es  en  L,  soudée  
par rés i stance  

1 4  SMS  – L3/07  

1 5  SMS  – L3/08  

1 6  SMS  – L3/09  

Feu i l l e  6  
Envel oppe  métal l i que  à  montage  en  surface  par troi s  sorti es  en  L,  soudée  
par rés i stance  

1 7  SMS  – L3/1 0  

1 8  SMS  – L3/1 1  

1 9  SMS  – L3/1 2  

Feu i l l e  7  
Envel oppe  métal l i que  à  montage  en  surface  par troi s  sorti es  en  L,  soudée  
par rés i stance  

20  SMS  – L3/1 3  

21  SMS  – L3/1 4  

22  SMS  – L3/1 5  

Feu i l l e  8  
Envel oppe  métal l i que  à  montage  en  surface  par troi s  sorti es  en  L,  soudée  
par rés i stance  

23  SMS  – L3/1 6  

24  SMS  – L3/1 7  

25  SMS  – L3/1 8  

26  SMS  – L3/1 9  

27  SMS  – L3/20  

28  SMS  – L3/21  

Feu i l l e  9  
Envel oppe  métal l i que  à  montage  en  surface  par troi s  sorti es  en  L,  soudée  
par rés i stance  

29  SMS  – L3/22  

30  SMS  – L3/23  

31  SMS  – L3/24  

32  SMS  – L3/25  

Feu i l l e  1 0  
Envel oppe  métal l i q ue  à  montage  en  su rface  par troi s  sorti es  en  L,  soudée  
par rés i stance  

33  SMS  – L3/26  

34  SMS  – L3/27  

35  SMS  – J 4/01  Feu i l l e  1 1  
Envel oppe  métal l i q ue,  châssis  en  p l asti que,  à  montage  en  surface  par 
quatre  sorti es  en  J ,  soudée  par rés i stance  

36  SMS  – J 2/01  
Feu i l l e  1 2  

Envel oppe  métal l i q ue,  châssis  en  p l asti que,  à  montage  en  surface  par 
deux sorti es  en  J ,  soudée  par rés i stance  37  SMS  – J 2/02  
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NOTE  1  La  confi guration  d 'u ne  gai ne  métal l i q ue  est  d onnée  en  exemple.  

NOTE  2  Cette  parti e  de  l a  sorti e  peu t  être  reformée  sous  press ion .  

Enveloppe méta l l i que  à  montage  en  surface  par quatre  
sorties  en  L,  soudée  par rés istance  –  

Type  SMS-L4/01  ~  03  

Échel l e  
5: 1  

 
 

Feu i l l e  1  

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /01  
B2  ―  ―  6 , 40  /02  
B3  ―  ―  8 , 80  /03  
F1  ―  ―  9 , 50  /01  
F2  ―  ―  1 0 , 80  /02  
F3  ―  ―  1 2 , 75  /03  
G ―  ―   4 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 90  Note  2  
 LP1  0, 70  ―  1 , 40   
 LP2  1 , 20  ―  1 , 80   
e ―  1 , 88  ―   

  e1 -1  ―   7 , 50  ―  /01  
  e1 -2  ―   8 , 80  ―  /02  
  e1 -3  ―  1 0 , 80  ―  /03  
b1  ―  ―  0 , 80   
b2  ―  ―  2 , 40   
l1  ―  ―  2 , 30   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   

 

Ta i l l e  réel l e  

IEC    
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NOTE  1  La  confi guration  d 'u ne  gai ne  métal l i q ue  est  d onnée  en  exemple.  

NOTE  2  Cette  parti e  de  l a  sorti e  peu t  être  reformée  sous  press ion .  

 
  

Enveloppe méta l l i que  à  montage  en  surface  par quatre  
sorties  en  L,  soudée  par rés istance  –  

Type  SMS-L4/04  ~  07  

Échel l e  
3: 1  

 

Feu i l l e  2  

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 1 , 05   
B1  ―  ―   9 , 60  /04  
B2  ―  ―  1 0 , 70  /05  
B3  ―  ―  1 1 , 40  /06  
B4  ―  ―  1 3 , 50  /07  
F1  ―  ―  1 4 , 30  /04  
F2  ―  ―  1 5, 50  /05  
F3  ―  ―  1 6 , 20  /06  
F4  ―  ―  1 8 , 30  /07  
G ―  ―  5 , 30   
 K1  2, 90  ―  3 , 1 0   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 38  ―  1 , 1 0  Note  2  
 LP1  0, 70  ―  1 , 40   
 LP2  1 , 00  ―  1 , 70   
e ―   2 , 44  ―   

  e1 -1  ―  1 1 , 80  ―  /04  
  e1 -2  ―  1 3 , 00  ―  /05  
  e1 -3  ―  1 3 , 70  ―  /06  
  e1 -4  ―  1 6 , 00  ―  /07  
b1  ―  ―  5 , 00   
b2  ―  ―  1 , 40   
l1  ―  ―  1 , 80   
l2  ―  ―  3 , 00   
y ―  ―  0 , 20   
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NOTE  1  La  confi guration  d 'u ne  gai ne  métal l i q ue  est  d onnée  en  exemple.  

NOTE  2  Cette  parti e  de  l a  sorti e  peu t  être  reformée  sous  press ion .  

Enveloppe métal l i que  à  montage  en  surface  par trois  
sorties  en  L,  soudée  par rés istance  –  
Type  SMS-L3/01  ~  03  

Échel l e  
5: 1  

 

Feu i l l e  3  

 

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /01  
B2  ―  ―  6 , 40  /02  
B3  ―  ―  8 , 80  /03  
F1  ―  ―  9 , 50  /01  
F2  ―  ―  1 0 , 80  /02  
F3  ―  ―  1 2 , 75  /03  
G ―  ―   4 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 90  Note  2  
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  1 , 20  ―  1 , 80   
e ―  3 , 75  ―   

  e1 -1  ―   7 , 50  ―  /01  
  e1 -2  ―   8 , 80  ―  /02  
  e1 -3  ―  1 0 , 80  ―  /03  
b1  ―  ―  0 , 80   
b2  ―  ―  2 , 40   
l1  ―  ―  2 , 30   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   
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NOTE  1  La  confi guration  d 'une  gai ne  métal l i q ue  est  d onnée  en  exemple.  

NOTE  2  Cette  parti e  de  l a  sorti e  peu t être  reformée sous  pression .  

Enveloppe métal l i que  à  montage  en  surface  par trois  
sorties  en  L,  soudée  par rés istance  –  

Type  SMS-L3/04  ~  05  

Échel l e  
5: 1  

 

Feu i l l e  4  

IEC   

Surfaces de contact 
des sorties  

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  6 , 00  /04  
B2  ―  ―  8 , 00  /05  
F1  ―  ―  8 , 20  /04  
F2  ―  ―  1 0 , 20  /05  
G ―  ―   3 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 50  Note  2  
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  1 , 00  ―  1 , 30   
e 3, 50  3, 75  4 , 00   

  e1 -1  ―   6 , 80  ―  /04  
  e1 -2  ―   8 , 80  ―  /05  
b1  ―  ―  0 , 80   
b2  ―  ―  2 , 60   
l1  ―  ―  2 , 1 0   
l2  ―  ―  1 , 70   
y ―  ―  0 , 20   
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NOTE  1  La  confi guration  d 'une  gai ne  métal l i q ue  est  d onnée  en  exemple.  

NOTE  2  Cette  parti e  de  l a  sorti e  peu t être  reformée sous  pression .  

Enveloppe métal l i que  à  montage  en  surface  par trois  
sorties  en  L,  soudée  par rés istance  –  

Type  SMS-L3/06  ~  08  

Échel l e  
5: 1  

 

Feu i l l e  5  

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /06  
B2  ―  ―  6 , 00  /07  
B3  ―  ―  8 , 00  /08  
F1  ―  ―  6 , 20  /06  
F2  ―  ―  8 , 00  /07  
F3  ―  ―  1 0 , 00  /08  
G ―  ―   4 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 50  Note  2  
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  0, 80  ―  1 , 60   
e 5, 30  5, 60  5, 90   

  e1 -1  ―   5 , 00  ―  /06  
  e1 -2  ―   5 , 90  ―  /07  
  e1 -3  ―   7 , 90  ―  /08  
b1  ―  ―  2 , 60   
b2  ―  ―  0 , 80   
l1  ―  ―  1 , 70   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   
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NOTE  1  La  confi guration  d 'une  gai ne  métal l i q ue  est  d onnée  en  exemple.  

NOTE  2  Cette  parti e  de  l a  sorti e  peu t être  reformée sous  pression .  

Enveloppe métal l i que  à  montage  en  surface  par trois  
sorties  en  L,  soudée  par rés istance  –  

Type  SMS-L3/09  ~  1 1  

Échel l e  
5: 1  

 

Feu i l l e  6  

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /09  
B2  ―  ―  6 , 00  /1 0  
B3  ―  ―  8 , 00  /1 1  
F1  ―  ―  7 , 70  /09  
F2  ―  ―  8 , 00  /1 0  
F3  ―  ―  1 0 , 00  /1 1  
G ―  ―   3 , 00   
 K1  1 , 75  ―  2 , 25   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 30  ―  0 , 50  Note  2  
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  0, 80  ―  1 , 60   
e 5, 30  5, 60  5, 90   

  e1 -1  ―   5 , 00  ―  /09  
  e1 -2  ―   5 , 90  ―  /1 0  
  e1 -3  ―   7 , 90  ―  /1 1  
b1  ―  ―  2 , 60   
b2  ―  ―  0 , 80   
l1  ―  ―  1 , 70   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   

 

Ta i l l e  réel l e  
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NOTE  1  La  confi guration  d 'u ne  gai ne  métal l i q ue  est  d onnée  en  exemple.  

NOTE  2  Cette  parti e  de  l a  sorti e  peu t être  reformée sous  pression .  

Enveloppe métal l i que  à  montage  en  surface  par trois  
sorties  en  L,  soudée  par rés istance  –  

Type  SMS-L3/1 2  ~  1 4  

Échel l e  
3: 1  

 

Feu i l l e  7  

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 1 , 05   
B1  ―  ―  1 0 , 70  /1 2  
B2  ―  ―  1 1 , 40  /1 3  
B3  ―  ―  1 3 , 50  /1 4  
F1  ―  ―  1 5 , 50  /1 2  
F2  ―  ―  1 6 , 20  /1 3  
F3  ―  ―  1 8 , 30  /1 4  
G ―  ―  5 , 30   
 K1  2, 90   3 , 1 0   
 K2  0, 1 5  ―  0 , 30   
 K3  0, 40  ―  1 , 1 0  Note  2  
 LP1  0, 70  ―  1 , 20   
 LP2  1 , 1 0  ―  1 , 70   
e   4 , 88    

  e1 -1  ―  1 3 , 00  ―  /1 2  
  e1 -2  ―  1 3 , 70  ―  /1 3  
  e1 -3  ―  1 6 , 00  ―  /1 4  
b1  ―  ―  3 , 40   
b2  ―  ―  1 , 40   
l1  ―  ―  1 , 60   
l2  ―  ―  2 , 1 0   
y ―  ―  0 , 20   
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NOTE  Cette  parti e  d e  l a  sorti e  peu t  être  reformée  sous  press ion .  

Enveloppe métal l i que  à  montage  en  surface  par tro is  
sorties  en  L ,  soudée  par rés istance  – Type  SMS-L3/1 5  ~  
20  

Échel l e  
3: 1  

 

Feu i l l e  8  

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 1 , 05   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /1 5  
B2  ―  ―  6 , 60  /1 6  
B3  ―  ―  9 , 70  /1 7  
B4  ―  ―  1 0 , 70  /1 8  
B5  ―  ―  1 1 , 40  /1 9  
B6  ―  ―  1 3 , 50  /20  
F1   7 , 1 5  ―  7 , 85  /1 5  
F2   8 , 65  ―  9 , 35  /1 6  
F3  1 0, 95  ―  1 1 , 65  /1 7  
F4  1 2 , 75  ―  1 3 , 45  /1 8  
F5  1 3, 45  ―  1 4 , 1 5  /1 9  
F6  1 5, 55  ―  1 6 , 25  /20  
G ―  ―  5 , 30   
K1  1 , 50  ―  2 , 00   
K2  0, 40  ―  0 , 48   
K3  0, 40  ―  0 , 48  Note  
LP1  0, 40  ―  0 , 48   
LP2  1 , 50  ―  2 , 1 0   
e 4, 67   4 , 90  5 , 08   
e1 -1  ―   7 , 05  ―  /1 5  
e1 -2  ―   8 , 55  ―  /1 6  
e1 -3  ―  1 1 , 65  ―  /1 7  
e1 -4  ―  1 2 , 65  ―  /1 8  
e1 -5  ―  1 3 , 35  ―  /1 9  
e1 -6  ―  1 5, 45  ―  /20  
b1  ―  ―  0 , 70   
b2  ―  ―  2 , 20   
l1  ―  ―  1 , 80   
l2  ―  ―  0 , 70   
y ―  ―  0 , 20   
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NOTE  Cette  parti e  d e  l a  sorti e  peu t  être  reformée  sous  press ion .  

Enveloppe métal l i que  à  montage  en  surface  par trois  
sorties  en  L ,  soudée  par rés istance  – Type  SMS-L3/21  ~  
24  

Échel l e  
5: 1  

 

Feu i l l e  9  

 

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /21  
B2  ―  ―  6 , 00  /22  
B3  ―  ―  8 , 00  /23  
B4  ―  ―  8 , 80  /24  
F1   6 , 40  ―  7 , 00  /21  
F2   7 , 30  ―  7 , 90  /22  
F3   9 , 30  ―  9 , 90  /23  
F4  1 0, 1 0  ―  1 0 , 70  /24  
G ―  ―  3 , 80   
K1  1 , 40  ―  1 , 60   
K2  0, 40  ―  0 , 50   
K3  0, 40  ―  0 , 50  Note  
LP1  0, 40  ―  0 , 50   
LP2  1 , 20  ―  1 , 60   
e 5, 00  5, 1 5  5, 30   
e1 -1  ―  6 , 30  ―  /21  
e1 -2  ―  7 , 20  ―  /22  
e1 -3  ―  9 , 20  ―  /23  
e1 -4  ―  1 0 , 00  ―  /24  
b1  ―  ―  1 , 80   
b2  ―  ―  0 , 70   
l1  ―  ―  0 , 70   
l2  ―  ―  1 , 80   
y ―  ―  0 , 20   
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NOTE  Cette  parti e  d e  l a  sorti e  peu t  être  reformée  sous  press ion .  

Enveloppe métal l i que  à  montage  en  su rface  par trois  
sorties  en  L,  soudée  par rés istance  – Type  SMS-L3/25  ~  
27  

Échel le  
5: 1  

 

Feu i l l e  1 0  

 

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  8 , 26   
B1  ―  ―  5 , 1 0  /25  
B2  ―  ―  6 , 00  /26  
B3  ―  ―  8 , 00  /27  
F1  ―  ―  7 , 20  /25  
F2  ―  ―  8 , 1 0  /26  
F3  ―  ―  1 0 , 1 0  /27  
G ―  ―  2 , 60   
K1  1 , 25  ―  1 , 35   
K2  0, 20  ―  0 , 30   
K3  0, 30  ―  0 , 40  Note  
LP1  0, 20  ―  0 , 30   
LP2  1 , 20  ―  1 , 60   
e 5, 00  5, 1 5  5 , 30   

 e1 -1  ―  6 , 90  ―  /25  
 e1 -2  ―  7 , 80  ―  /26  
 e1 -3  ―  9 , 80  ―  /27  
b1  ―  ―  1 , 80   
b2  ―  ―  0 , 70   
l1  ―  ―  0 , 70   
l2  ―  ―  1 , 80   
y ―  ―  0 , 20   
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Enveloppe métal l i que,  châssis  en  p lasti que,  à  mon tage  
en  su rface  par quatre  sorties  en  J ,  soudée  par rés istance  
– Type  SMS-J4/01  

Échel l e  
3: 1  

 

Feu i l l e  1 1  

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 2 , 00   
B ―  ―  5 , 20   
F ―  ―  5 , 50   
G ―  ―  8 , 20   
K1  0, 70  ―  1 , 40   
LB  1 , 00  ―  1 , 40   
e ―  4 , 90  ―   
e1  ―  4 , 00  ―   
b2  ―  ―  2 , 00   
l2  ―  ―  2 , 00   
y ―  ―  0 , 1 5   

 

Surfaces de contact des 
sorties  
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Enveloppe métal l i que,  châssis  en  p lasti que,  à  mon tage  
en  surface  par deux sorties  en  J ,  soudée  par rés istance  –  
Type  SMS-J2/01  ~  02  

Échel l e  
3: 1  

 

Feu i l l e  1 2  

 

Réf.  
D imensions  (mm) 

Notes  
M in .  Nom .  Max.  

A ―  ―  1 1 , 60   
B ―  ―  5 , 00   
G1  ―  ―  3 , 50  /01  
G2  ―  ―  5 , 00  /02  
K1   0 , 6  ―  1 , 1 5   
F 1 1 , 80  ―  1 3 , 50   
LB   3 , 30  ―  3 , 90   
e ―   8 , 80  ―   
b2  ―  ―  1 , 35   
l2  ―  ―  3 , 90   
y ―  ―  0 , 1 5   

 

Surfaces de contact des 
sorties  
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